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ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam
Komisijas Delegéeta direktiva,

ar ko, pielagojot zinatnes un tehnikas attistibai, Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktivas 2011/65/ES I1I pielikumu groza attieciba uz atbrivojumu par svinu
lodmetalos, ko izmanto stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvaditaja
kristalu un neseju apversto integralshému (flip-chip) pakotnés
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PIELIKUMS

Direktivas III pielikuma 15. ierakstu aizstaj ar Sadu:

4615

Svins lodmetalos stabilu elektrisko
savienojumu izveidei starp
pusvaditaja kristalu un nes€ju
apversto integralshému (flip-chip)
pakotnés

Attiecas uz 8., 9. un 11. kategoriju un zaudé

speku:

9. kategoriju, iznemot attieciba uz in
vitro diagnostikas mediciniskajam
iericém un riipnieciskajiem
monitoringa un kontroles
instrumentiem;

2023. gada 21. julija attieciba uz
8. kategorijas in vitro diagnostikas
mediciniskajam iericém;

2024. gada 21. julija attieciba uz
9. kategorijas rupnieciskajiem
monitoringa un kontroles
instrumentiem un attieciba uz

11. kategoriju.

15(a)

Svins lodmetalos stabilu elektrisko
savienojumu izveidei starp
pusvaditaja kristalu un nesgju
apversto integralshému (flip-chip)
pakotn@s, ja ir izpildits vismaz
viens no $adiem kriterijiem:
— pusvaditaju tehnologiska
norma ir vismaz 90 nm;

— viena kristala izmérs pie
jebkuras pusvaditaju
tehnologiskas normas ir vismaz
300 mm?;

— grédoto kristalu pakotnés
kristala izmérs ir vismaz 300
mm? vai silikona interpozeru
izmérs ir vismaz 300 mm?.

Attiecas uz 1.—7. un 10. kategoriju un zaude
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